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半導体関連機器製品の受注増と中期経営計画達成のために  

春日井事業所内にクリーンルーム工場を増設いたします。  
 
半導体業界をはじめとする各業界の設備投資が活発化しており、中期計画の売上

高１，０００億円達成に向け、受注の拡大をはかっていますが生産能力が不足して

おり、これに対応すべく、春日井事業所内の半導体関連機器製品の加工・組立工場

を増設いたします。  
 
昨年夏以降、半導体関連機器製品の受注が活発となり、現在の生産状況はフル稼

働の状況にあります。半導体製造装置業界が好調であり、この景況はしばらく継続

するものと考えています。 
中期的には自動車に搭載する半導体も増加し、半導体製造装置の需要が見込まれ

ます。 
今後、春日井事業所は半導体関連機器製品の主力工場と位置付けます。  
 

 今回の設備投資を含めますと、今年の設備投資は当初計画７０億円を上回り、 

約１００億円となり、昨年の設備投資額（約２２億円）に比べ約４倍となります。 
  
 
１．建設規模概要  

南北５５ｍ×東西４６ｍ×高さ１８．５ｍ 
延べ床面積 ６，５５０㎡、鉄骨造りの３階建て 

１階は加工工場、 
２・３階は組立工場（クリーンルーム・防塵室などを設置） 

２．投資総額  
約３１億円 （新工場の建設費、付帯設備費、加工機、組立機等を含む） 
  

３．工期  
２００６年 ９月上旬  建設着工予定  
２００７年 ２月下旬  竣工予定 
 

 



ご参考 既に発表した今年の設備投資の内容について 
 
① ３月２４日に発表した本社工場の工場建設の概要 
用  途 液晶用バックライト製造装置などの自動機械の組立工場 
建築概要 南北９３ｍ×東西４８ｍ×高さ１５ｍ 
     述べ床面積 ６，１９２㎡、鉄骨作りの一部２階建て 
投資額  約１５億円 
工期   ２００６年 ６月中旬  建設着工予定 
     ２００６年１２月上旬  竣工予定 
 

② ４月２８日に発表した四日市事業所の管理棟・工場建設の概要 
用  途 機器製品の受注増に対応するため加工・組立工場と管理棟 
建築概要 加工・組立工場（第 3工場）  

南北１１４ｍ×東西７２ｍ×高さ１１ｍ 
延べ床面積 １６，４１６㎡、鉄骨造りの総２階建て 
1階は部品加工工場、２階は組立工場 

 
管理棟  
南北４０ｍ×東西３０ｍ×高さ１５ｍ 
延べ床面積 ３，６００㎡、鉄骨造りの総３階建て 
技術・品質保証・生産管理などのスタッフ部門と厚生施設 

 
投資額  約２８億円 
工期   ２００６年 ６月中旬  建設着工予定 

２００６年１２月上旬  竣工予定 
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